
 

 

DSCPPAK5x6 双面散热封装 

东微半导体已成功实现 DSCPPAK 5*6 双面散热封装量产。该技术通过创新性的结构设计，实现了散热效率的革命性提升，有效

突破了高功率密度应用中的热管理瓶颈。此举不仅展现了东微的前沿技术实力，也精准契合了功率电子向小型化、高效化及高可

靠性发展的主流趋势。 

 

 

封装优势 

1. 热阻降低： 双面散热结构允许热量从芯片正反两侧同时导出，形成平衡的热流路径，相比单面散热器件热阻有明显

降低，显著提升散热效率。 

2. 高功率密度： 通过优化封装工艺，部分产品可实现更大芯片面积封装，相比传统单面散热器件，支持更高功率密度

设计。在更小的体积内可以处理更大的电流和功率，使得整个电源系统的尺寸可以做得更小、更紧凑。 

3. 优异的电气性能： 具有更低的寄生电感和电阻，有利于在高频开关应用中提高效率。 

4. 节省空间： 器件的封装尺寸与传统 5*6 封装尺寸一致，可直接替换现有 PCB 设计，无需修改电路布局。 

5. 提高可靠性： 通过有效降低芯片的工作结温，可以显著延长器件的使用寿命和系统可靠性，满足车规 AECQ-101

标准。 

6. 灵活的散热方案：顶部外露铜夹片结构可直接连接散热片或冷却系统，简化系统散热设计，适用于汽车电子、工业

控制等对空间敏感的应用场景 



 

 

 

应用领域 

• 大电流 DC-DC 转换器： 如 AI 服务器、超算中心储能、通信设备、显卡的 VRM。 

• 汽车电子： 尤其是电动汽车的 BMS、OBC、DC-DC 转换器、ADS 驱动模块、电机驱动等。 

• 高密度电源模块： 如砖式电源。 

• 电机驱动与逆变器： 无人机、工业机器人等。 

• 高端消费电子： 游戏笔记本、工作站等。 


